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摘要(译)

使用粘合剂从一个基材到另一个基材实现微结构的传质。在集成微型
LED显示器的情况下，微型LED阵列被制造在本地基板上并且相应的
CMOS像素驱动器被制造在单独的基板上。微型LED衬底（例如蓝宝
石）和CMOS衬底（例如硅）可能不兼容。例如，它们可能具有不同的
热膨胀系数，这使得难以将微型LED结合到像素驱动器电路。微型LED
阵列通过使用粘合剂被转移到中间衬底（例如，硅）。该中间衬底可以
用于将微型LED阵列键合到像素驱动器阵列的过程中。通过释放粘合剂
将中间基板与微型LED阵列分开。
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